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Abstract (en)
The electric connection contacts a contact point (12) with a contact member (14). Between the contact point (12) and the contact member (14)
is a diffusion active layer (19) of a palladium-nickel alloy. The diffusion active layer (19) may be formed on the contact member. The layer (19) is
preferably between 2 and 20 micrometers. In the method of making the connection, the diffusion layer (19) is attached to the contact member. The
contact member (14) is positioned on the contact point (12). Then under the effect of a pressing force the contact member at least in the region of
the contact point is heated to a diffusion solder or welding temperature.

Abstract (de)
Es wird eine elektrisch leitende Verbindung sowie ein Verfahren zu deren Herstellung vorgeschlagen, wobei eine Kontaktstelle (12) mit einem
metallischen Kontaktteil (14) kontaktiert wird. Das Kontaktteil (14) ist zumindest im Bereich der Kontaktstelle (12) mit einer diffusionsaktiven Schicht
(19) aus einer Palladium-Nickel-Legierung versehen. Die elektrisch leitende Verbindung wird durch Diffusionslöten bei einer Fügetemperatur von
750 bis 950° C je nach Pd/Ni-Legierung erzeugt. <IMAGE>
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